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Comunicato stampa 

[bookmark: _GoBack]congatec presenta nuove soluzioni di raffreddamento per l'ecosistema 
dei server edge con dissipazione di 100 W

Quando il raffreddamento è una priorità

Deggendorf/Norimberga, Germania, 25 Febbraio 2020  * * *  congatec – azienda leader nella realizzazione di moduli e schede di elaborazione embedded sia standard sia custom - ha presentato tre nuove soluzioni di raffreddamento per il recente ecosistema per server edge che utilizzano i processori embedded della linea EPYC di AMD. La possibilità di avere un unico fornitore di soluzioni di raffreddamento estremamente affidabili e di moduli processore in grado di garantire il funzionamento su base continua (24/7) permette di sollevare gli OEM dall'onere di dover impiegare tempo e risorse preziose per l'integrazione di un sistema di dissipazione per la gestione del calore disperso dal processore. Sono anche inclusi tutti i suggerimenti utili per il progetto del sistema di ventilazione, il che si traduce in una significativa riduzione dell'impegno richiesto per il progetto termico a livello di sistema. Soluzioni di raffreddamento ottimizzate sono indispensabili in un ecosistema per server edge con dissipazioni fino a 100 W perchè eventuali problemi di surriscaldamento possono provocare un rapido invecchiamento e malfunzionamenti del sistema. I sever edge con requisiti real time richiedono la massima protezione contro il degrado delle prestazioni imputabile a fenomeni termici per poter assicurare prestazioni di tipo deterministico. Ciò sottolinea ancora una volta l'importanza di poter disporre di sistemi di raffreddamento ad alte prestazioni per i sistemi di elaborazione utilizzati in ambito industriale.

“I processori EPYC Embedded 3000 di AMD – ha sottolineato Andreas Bergbauer, Product Line Manager di congatec - sono prodotti di punta che segnano l'inizio di una nuova era nel settore dei sistemi embedded. In grado di espletare funzioni importanti per i server edge in cui sono integrati, questi processori generano una maggiore quantità di calore rispetto ai sistemi embedded tradizionali. Questo è il motivo per il quale abbiamo profuso numerose energie per realizzare un ecosistema da 100 W per i moduli ad alte prestazioni in formato COM Express che devono soddisfare esigenze particolarmente severe per garantire un funzionamento 24/7. Tre di queste soluzioni vengono presentate in anteprima a Embedded World 2020”.

“I processori EPYC Embedded 3000 possono essere usati per il progetto di un'ampia gamma di server edge destinati ad applicazioni embedded – ha detto Stephen Turnbull, direttore delle attività di product management e business development della divisione Embedded Solutions di AMD - e siamo quindi particolarmente contenti del fatto che aziende come congatec facciano importanti investimenti per offrire un ecosistema completo che comprende server-on-module e tutti gli accessori richiesti, come queste nuove soluzioni di raffreddamento. In questo modo è possibile semplificare il progetto e aiutare i clienti a ridurre il tempo di realizzazione dei loro sistemi”.

Le soluzioni per il raffreddamento di congatec per l'ecosistema da 100 W basato sui processori EPYC Embedded 3000 di AMD prevede tre differenti versioni, tutte conformi alle specifiche per i dissipatori di calore per le schede in formato COM Express standardizzate da PICMG: adattatori heat pipe per dissipatori (heatspreader), dissipatori con heat pipe integrati e soluzioni per raffreddamento attivo. Assieme ai dissipatori di calore per COM Express standard, gli OEM possono ora scegliere fra tre opzioni che coprono l'intera gamma di soluzioni di raffreddamento per il processore.

Adattori heat pipe per dissipatori (heatspreader) COM Express
L'adattatore heatpipe conga-B7E3/HPA assorbe il calore disperso dal dissipatore attraverso le heatpipe (fino a un massimo di quattro) e lo dirige, ad esempio, verso altri dissipatori (heat sink) passivi montati nell'alloggiamento. Ciò permette la realizzazione di sistemi raffreddati in modo passivo ad altissime prestazioni in grado di gestire dissipazioni fino a 100 W.

Dissipatori con heat pipe integrati per standard COM Express
La soluzione con heat pipe integrati, identificato dalla siglia conga-B7E3/HSP-HP, è stata sviluppata espressamente per sistemi embedded particolarmente “sottili”, dove un dissipatore COM Express di altezza standard deve essere messo in conduzione con l'alloggiamento. In questo caso l'heat pipe integrato distribuisce il calore disperso dal processore in modo uniforme sull'intero dissipatore in modo da evitare la formazione di hot-spot (punti di accumulo del calore) anche in applicazioni caratterizzate da un TDP fino a 100 W.

Sistemi di raffreddamento attivi per il funzionamento 24/7
Il sistema di raffreddamento attivo basato su ventole conga-B7E3/CSA-HP è stato appositamente concepito per moduli che devono operare su base continua (24/7) in ambienti industriali particolarmente gravosi. In questo sistema di raffreddamento completo per moduli COM in formato COM Express, le ventole non solo sono montate in modo estremamente sicuro, ma sono fissate in maniera tale da ridurre al minimo fenomeni di usura. Oltre a ciò i cuscinetti sono dotati di una guarnizione speciale, mentre una copertura aggiuntiva garantisce la massima protezione per le parti meccaniche e il lubrificante. Grazie all’’utilizzo di un olio sintetico ad alte prestazioni come lubrificante, le ventole possono vantare un MTBF di parecchi decenni in ambienti caratterizzati da temperature comprese tra -45° e +85 °C e sono in grado di resistere a sollecitazioni e vibrazioni di valore elevato tipiche dell’ambiente industriale. Per migliorare ulteriormente la funzionalità di questo sistema di raffreddamento attivo basato su ventole è possibile integrare un heat pipe per distribuire il calore disperso dal processore anche prima che questo raggiunga le ventole attive.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni di raffreddamento di congatec per il nuovo ecosistema da 100 W per moduli COM in formato COM Express basati sui processori EPYC Embedded di AMD sono disponibili all'indirizzo: https://www.congatec.com/en/technologies/com-express/com-express-type-7/amd-epyc-embedded-3000-eco-system.html 

Chi è congatec
Fortemente orientata allo sviluppo tecnologico, congatec è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni di elaborazione embedded. I moduli di elaborazione a elevate prestazioni della società sono utilizzati in una vasta gamma di dispositivi e applicazioni destinati ai settori dell'automazione industriale, della tecnologia medicale, dei trasporti e delle telecomunicazioni, oltre che in numerosi altri mercati verticali. congatec è l'azienda leader a livello globale nel comparto dei moduli COM (Computer-on-Module) è può vantare una base di clienti ampia e diversificata, che spazia dalle start-up alle più importanti realtà multinazionali. Fondata nel 2004, congatec ha il proprio quartier generale a Deggendorf, Germania e ha fatto registrare nel 2018 un fatturato pari a 133 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web www.congatec.com oppure tramite via LinkedIn, Twitter e YouTube.
* * * 
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